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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Wafertrager 

© Die Erfindung betrifft einen Wafertrager mit einem von 
aufcen zuganglichen Innenraum, in dem auf zwei gegen- 
uberliegenden Seiten jeweils eine Vielzahl von in diesen 
ragenden Waferfuhrungen (120, 220, 236, 238) angeord- 
net sind, die zwischen sich Waferschlitze (320) bilden, wo- 
bei die Waferfuhrungen (220) jeweils oberseitig minde- 
stens eine vorstehende, einen im zugehorigen Wafer- 
schlitz (320) aufgenommenen Wafer mit minimalem Kon- 
takt zur Waferfuhrung (120, 220, 236, 238) abstiitzende 
Noppe (330) besitzen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft einen Wafertrager nach dem Ober- 
begriff des Anspruchs 1 . 

Mil zunehmender GroBe von Halbleitem, d. h. mit zuneh- 5 
mender Anzahl von Schaltkreisen pro Flacheneinheit, ist 
auch das Makroteilc hen problem in den Vordergrund getre- 
ten. Die GroBe von Makroteilchen, welche einen Schaltkreis 
zerstoren konnen, ist gesunken und nahert sich der moleku- 
laren GroBenordnung. Uberwachung der Makroteilchen ist 10 
in aLlen Abschnitten der Produktion, der Verarbeitung, des 
Transports und der Aufbewahrung von Halbleiterwafem 
notwendig. Erzeugung von Makroteilchen wahrend des Ein- 
fiihrens von Wafem in Wafertrager oder wahrend des Ent- 
fernens von Wafern aus Wafertragern und durch Bewegun- 15 
gen von Wafern in Wafertragern wahrend des Transports 
muB minimiert oder vermieden werden. 

Anhaufung und Entladung von statischer Ladung in der 
Nahe von Haibleiterwafern kann katastrophal sein. Statische 
Ableitungsfahigkeit ist eine hocherwunschte Eigenschaft 20 
fur Wafertrager. Statische Ladungen konnen durch eine 
Masseverbindung durch den Wafertrager abgeleitet werden. 
A lie Bauteile, welche von Geraten beriihrt werden oder wel- 
che mit den Wafern in Benin rung kommen oder welche 
durch das Bedienungspersonal beriihrt werden konnten, 25 
wurden von einer Masseverbindung profitieren. Solche Waf- 
ertragerbau teile sind beispielsweise Waferauflagen, roboter- 
artige Handhabungsgerate und Gerateanschiusse. 

Die Sichtbarkeit von Wafern in geschlossenen Behaltern 
ist hocherwunscht und kann von Endverbrauchern benotigt 30 
werden. Transparente, fiir solche B eh alter geeignete Kunst- 
stoffe, wie z. B. Polycarbonate, sind zwar aufgrund der 
niedrigen Kosten erwunscht, weisen aber weder die notwen- 
digen statischen Dissipationseigenschaften noch die er- 
wunschte Abriebfestigkeit auf. 35 

Materi alien fur Wafertrager inussen sowohl stabil sein, 
um Beschadigung der Wafer wahrend des Transports zu ver- 
mcidcn, als auch untcr vcrandcrlichcn Bcdingungcn maB- 
haltig bleiben. 

Ublicbe ideale Wafertragermateri alien, wie z. B. Poly- 40 
ethcretherketon (PEEK), welche eine geringe Makroteil- 
chenerzeugungsrate aufweisen, mafihaltig sind und daruber- 
hinaus andere erwunschte physikalische Eigenschaften ha- 
ben, sind nicht transparent, relativ teuer und lassen sich nur 
schwer in gleichmaBige groBe und kornplexe Formen, wie 45 
z. B. Wafertrager und Behalter, formen. 

Ublicherweise sind Behalter und Wafertrager fur die Auf- 
bewahrung und den Transport von Wafem zum Transportie- 
ren und Halten von Wafem in senkrechten Ebenen konstru- 
iert. Solche Wafertrager, beispielsweise der bekannte H-Pro- 50 
fil- Wafertrager, sind in der Regel so konfiguriert, daB auch 
eine Wafertragerposition, in welcher sich die Wafer in einer 
horizontalen Position Fur die Verarbeitung und/oder Einfuh- 
rung und/oder Entfemung der Wafer befinden, ermoglicht 
wird. Die Wafer werden in der horizontalen Position in der 55 
Regel durch Streben oder Waferfuhrungen, welche Wafer- 
schlitze formen und sich entlang der Lange der Innenseiten 
des Wafertragers erstrecken, getragen. Ein Teil der Seiten- 
wand des Wafertragers ist gekrumnit oder angewinkelt, um 
der Waferkontur zu folgen. Solche Wafertrager beruhren 60 
und fuhren die Wafer entlang zweier Bogen an oder nahe der 
Waferkante. 

Dariiberhinaus kann der Wechsel konventioneller Wafer- 
trager aus der verti kalen Transportposition in die horizontale 
Einfuhrungs- und Entfemungsposition Waferklappem, Wa- 65 
ferverlagerungen, Waferinstabilitat, die Erzeugung von Ma- 
kroteilchen sowie Waferbeschadigung hervorrufen. 

In der Haibleiterindustrie geht man zu immer groBeren 



Wafem tiber, d. h. mit 300 mm Durchmesser, und folglich 
werden groBere Wafertrager und Behalter zur Waferaufbe- 
wahrung benotigt. Dariiberhinaus geht die Industrie zur ho- 
rizontalen Waferanordnung in Wafertragern und Behaltern 
uber. Die VergroBerung der WafertragergroBe hat Schrump- 
fungs- und Verzugsprobleme wahrend der Forrngebung ver- 
scharft. Durch die erhohte Abhangigkeit von Robotertech- 
nik insbesondere wahrend der Einfuhrung und des Entfer- 
nens von Wafern in Wafertragern und Behaltern sind MaB- 
abweichungen immer bedenklicher geworden. Es besteht 
Bedarf an einem optimalerweise preisgiinstigen, wenig Ma- 
kroteilchen produzierenden und statische Ladung ableiten- 
den Wafertrager, in welchem die Wafer stabil, liickenlos und 
sicher angebracht werden und welcher die Ubertragung von 
Teilchen des Wafertragers auf die Wafer minimiert. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Wafertrager nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, welcher die Uber- 
tragung von Teilchen auf die Wafer minimiert und die Wafer 
stabil und sicher aufbewahrt. 

Diese Aufgabe wird entsprechend dem kennzeichnenden 
Teil des Anspruchs 1 gelost. 

In einem solchen Wafertrager konnen Wafer mit einer mi- 
nimalen Kontaktflache sicher gehalten werden. Zum Zu- 
sammenhau des mehrere Teile umfassenden Wafertrager 
lassen sich verschiedene Materialien optimal einsetzen. So 
sind beispielsweise teure, abriebfeste und statisch dissipa- 
tive Materialien (z. B. PEEK) fiir mit den Wafem in Kontakt 
tretende Teile des Wafertragers einsetzbar, wahrend gunsti- 
gere, durchsichtige Kunststoffe (z. B. Polycarbonate) in fur 
die Strukturgebung wichtigen und/oder die Sichtbarkeit der 
Wafer ermogiichenden Teilen eingesetzt werden konnen. 
Formgebungsparameter und Materialen sind somit zwecks 
Lei stung soptimierung und Kostenminimierung fiir jedes 
Teil des Wafers frei wahlbar. 

Insbesondere minimiert der komponentenartige Aufbau 
des Wafertragers bei Forrngebung groBer Teile auftretende 
Schrumpfungs- und Verzugsprobleme. 

Allc kritischcn Tcilc des Wafertragers lassen sich durch 
einen GerateanschluB leitend mit Masse verbinden. 

Wafer konnen passiv in einer speziellen Halteposition 
durch geeignet geformte Waferfuhrungen gehalten werden. 

Der Wafertrager kann aus seinen Komponenten mit Hilfe 
von an einem Seitengriff angebrachten Ansatzen, Zungen 
und Vorsprungen zusammengesetzt und -gehalten werden. 

Durch mininiierten Kontakt an gegebenenfalls wulstfor- 
migen Noppen zwischen Wafern und dem Wafertrager wird 
eine Ansammlung von Teilchen an den Wafern minimiert. 

An Oberflachen von Waferfuhrungen angebrachte Erhe- 
bungen oder Wulste konnen in einer Vielzahl von Konfigu- 
rationen ausgestaltet sein. 

Minimierter punktformiger Kontakt zwischen den Wafem 
und dem Wafertrager reduziert daruber hinaus Bewegungen 
der einzelnen Wafer und ermoglicht eine erhohte Formge- 
bungsvielfalt unter Beibehaltung konsistenter Waferpositio- 
nierung. Die Oberseite der Erhebungen im Vergleich zur ge- 
samten Kontaktflache in ublichen Waferfuhrungen muB als 
kritische Dimension erhalten bleiben. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfol- 
genden Beschreibung und den Unteranspruchen zu entneh- 
men. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in den bei- 
gefugten Abbiidungen dargestellten Ausfiihrungsbeispielen 
naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Waferbe- 
halters mit einer verriegelbaren Tiir in teilweise auseinan- 
dergezogener Anordnung. 

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Vorderansicht eines Wa- 
ferbehalters mit drei an einer U-formigen transparenten 
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Hulle befestigten Waferhaltungen. 

Fig. 3 zeigt eine riickwartige perspektivische ADsicht ei- 
nes dem Wafertrager aus Fig. 2 ahnlichen Wafertragers mil 
Oberbnickungsdrahten aus Kunststoff, welche eine Masse- 
verbindung durch einen GerateanschluB zur Verfugung stel- 
len. 

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Vorderansicht eines 
Wafertragers mit Seitengriffen, einem RoboteranschluB- 
flansch und einer verriegelten Tiir. 

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines offenen 
Wafertragers. 

Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch einen Wafertrager. 

Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausgestal- 
tung eines ausgeformten Teils eines Wafertragers. 

Fig. 8 zeigt eine riickwartige perspektivische Ansicht des 
ausgeformten Teils einer Ausgestaltung des Wafertragers. 

Fig. 9 zeigt eine frontale perspektivische Ansicht einer 
Hulle oder eines weiteren ausgeformten Teils einer Ausge- 
staltung des Wafertragers. 

Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Seiten- 
griffes fur einen Wafertrager. 

Fig. 11 zeigt einen Schnitt der Verbindung zwischen aus- 
geformten Teilen. 

Fig. 12 zeigt. eine perspektivische Ansicht einer Wafer- 
halterung ftir einen Waferbehalter. 

Fig. 13 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Wafer- 
halterung fur den Wafertrager aus Fig. 5. 

Fig. 14 zeigt eine detaillierte perspektivische Ansicht ei- 
nes Teils einer Waferhalterung. 

Fig. 15 zeigt einen Schnitt durch einen Wafertrager in 
Draufsicht. 

Fig. 16 zeigt einen Schnitt langs der Linie 16-16 der Fig. 
15. 

Fig. 17 zeigt eine Draufsicht auf den Randbereich eines 
Wafers zur Verdeutlichung der minimalen Punktberuhrung 
und Auflage des Wafers. 

Fig. 18 zeigt eine perspektivische Ansicht der Waferfuh- 
rungcn der Sci ten wand cincs H-Pro Ml- Wafertragers. 

Fig. 19A-D sind Draufsichten auf die Oberseiten von 
Waferfuhrungen und illustrieren verschiedene Ausgestal- 
tungen der Erfindung. 

Fig. 20A-D sind Frontalansichten der Waferfuhrungen 
aus Fig. 19A-D. 

Fig. 21A-D sind Seitenansichten der Waferfuhrungen aus 
Fig. 19A-D und 20A-D. 

Fig. 22A-D sind Schnitte durch einen H-Profil- Wafertra- 
ger in Draufsicht und zeigen Waferauflagen in verschiede- 
nen Positionen wahrend der Einfuhrung und des Entfernens 
von Wafem. 

Fig. 23 zeigt einen Schnitt langs der Linie 24-24 der Fie. 
22D. 

Die in Fig. 1 gezeigte Ausgestaltung eines horizontaien 
Wafertragers ist auf einer Montierung 22 angebracht. Fig. 2, 
3, 4 und 5 zeigen zusatzliche Ausgestaltungen. Die Wafer- 
trager umfassen allgemeinen einen Behalterteil 26, welcher 
Waferhalterungen 27 enthalt, und eine Tur 28. Der Behalter- 
teil 26 weist eine offene Vorderseite 30, eine linke Seite 32, 
eine Ruckseite 34, eine rechte Seite 36, eine Oberseite 38 
und eine Unterseite 40 auf. Die Ausgestaltungen aus Fig. 1, 
2, 3 und 4 weisen geschlossene Riickseiten und geschlos- 
sene linke und rechte Seiten auf. Die Ausgestaltung aus Fig. 
5 ist ein im groBen und ganzen offener Wafertrager mit einer 
offenen Ruckseite, wobei die Oberseite und Unterseite 
durch die Waferhalterungen verbunden und getragen wer- 
den. 

Der Behalterteil 26 aus den in Fig. 1, 4 und 6 gezeigten 
Ausgestaltungen kann aus zwei ausgeformten Teilen 50, 52, 
wie in Fig. 1 und 4 gezeigt, oder aber aus einem einzigen 
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ausgeformten TeiL wie in Fig. 2 und 3 gezeigt ausgebildet 
sein. Das Teil 50, welches als solches in Fig. 7 und 8 gezeigt 
ist umfaBt einen rechteckigen Turrahmen 56 mit einem ho- 
rizontaien oberen Rahmenteil 58, zwei senkrechten Rah- 
5 menteilen 60, 62 und einem horizontaien unteren Rahmen- 
teil 64. 

Der obere Rahmenteil 58 und die vertikalen Rahmenteile 
60, 62 weisen schrag verlaufende Oberflachen 66, 68 und 70 
zur Aufnahme und Fuhrung der Tiir 28 wahrend des 
10 SchlieBvorganges auf. Der untere Rahmenteil 64 hat eine im 
wesentlichen waagerechle Oberflache 72, siehe Fig. 6. Der 
Turrahmen 56 nimmt mit den schragen Oberflachen 66, 68, 
70 und der horizontaien Oberflache 72 die Tur 28 auf, um 
die offene Vorderseite 30 zu schlieBen. Die Oberflachen 66, 
15 68, 70, 72 konnen Offnungen oder Vertiefungen 73 auf wei- 
sen, um Zungen 75 aufzunehmen, welche aus der Tiir 28 zu- 
riickziehbar ausfahrbar sind. Vom oberen Rahmenteil 58 er- 
streckt sich ruck war tig ein im wesentlichen horizontaler 
oberer Abschnitt 74. Vom unteren Rahmenteil 64 erstreckt 
20 sich riickwartig ein unterer Bodenteil 76 mit einem Gerate- 
anschluB 82, welcher als kinematische Kupplung ausgestal- 
tet gezeigt ist. Der horizon tale obere Abschnitt 74 hat einen 
horizontaien Randteil 88, und die vertikalen Rahmenteile 
60, 62 haben vertikale Randteil e 92, 94. Der untere Boden- 
25 teil 76 weist einen unteren horizontaien Randteil 96 auf. Der 
horizontale obere Abschnitt 74 kann Eingriffsflansche 98 
zum Anbringen eines Griffes oder eines RoboteranschluB- 
flanschs 100 umfassen. Wie in Fig. 7 gezeigt weist der hori- 
zontale obere Abschnitt 74 ein Paar geschlitzter Bauteile 
30 106,108 auf, welche den auf dem unteren Bodenteil 76 posi- 
tionierten geschlitzten Bauteilen 110, 112 entsprechen. Die 
geschlitzten Bauteile 106, 108, 110, 112 sind zur Aufnahme 
der Waferhaltungen 27 bemessen und gestaltet Von den ver- 
tikalen Rahmenteilen 60, 62 geht eine Vielzahl von langge- 
35 streckten Waferfuhrungen 120 aus. Zusatzliche Ausgestal- 
tungen des Teils 50 zur Verbindung mit dem Teil 52 und 
zum Anbringen von Seitengriffen 128 sind in Fig. 4 und 8 
gezeigt. Auf dem horizontaien oberen Abschnitt 74 befinden 
sich hakenformige Ansatze 134 und Vertiefungen 136. Am 
40 unteren Bodenteil 76 sind Vorsprunge 138 mit Vertiefungen 
140 angebracht 

Der in Fig. 9 gezeigte Teil 52 ist als transparente Hulle 
aus Kunststoff mit einer gebogenen, leicht U-fdrmigen Ver- 
kleidung 150, einem oberen Verkleidungsteii 152, einem 
45 oberen Randab schnitt 154, welcher als abgeschragte Lippe 
ausgestaltet ist, vertikalen Seitenverkleidungen 156,158, 
welche ebenfalls abgeschragte Lippenteile 160 aufweisen, 
einer unteren horizontaien abgeschragten Lippe 162 und ei- 
nem Paar sich nach auBen erstreckender seitlicher Auslaufer 
50 164, 166 ausgestaltet. 

Die Verbindung zwischen der abgeschragten Lippe 162 
und einem Randteil 96 des Teils 50 ist detailliert in Fig. 11 
gezeigt. Die Verbindung ist als eine Nut- und Federverbin- 
dung 170 ausgestaltet 
55 Ein in Fig. 10 dargestellter reenter Seitengriff 128 weist 
einen durch Streben 176, 178 mit einer als Leiste geformten 
Griffbasis 180 verbundenen Griffteil 174 auf. Die Griffbasis 
180 weist einen Y-formigen Abschnitt 180 auf, welcher so- 
wohl gebogene Abschnitte 184, 186 aufweist, um den gebo- 
60 genen oberen Randabschnitt 154 des Teils 52 zu umfassen, 
als auch zwei sich nach unten erstreckende Vorsprunge 188, 
190 umfaBt, welche in die Vertiefungen 136 des horizonta- 
ien oberen Abschnitts 74 des Teils 50 passen. Horizontale 
obere Enden 189, 191 des Seitengriffs 128 weisen auch seit- 
65 liche Eingriffe 194, 196 auf, um mit den ebenfalls am hori- 
zontaien oberen Abschnitt 74 angebrachten hakenformigen 
Ansatzen 134 in Eingriff zu gelangen. Ein unteres Ende 200 
des Seitengriffs 128 weist einen Schlitz 202 auf, um den 
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Vorsprung 138 des unteren Bodenteils 76 des Teils 50 aufzu- 
nehmen. Das untere Ende 200 hat weiterhin einen Schlitz 
208, um die Streben 176 an der vertikalen Seitenverkleidung 
156 des Teils 52 zu befestigen und zu sichem. 

Der Seitengriff 128 ist aus einem festen und elasiisch 5 
biegsamen Kunststoff gefornit und in die in Fig. 10 darge- 
stellte Form vorgespannt. So kann der Seitengriff 128 einra- 
sten und an der linken, rechten und oberen Seite 32, 36 und 
38 des Wafertragers befestigt bleiben, um sowohl mit den 
Teilen 50 und 52 in Eingriff zu gelangen, als auch den ge- 10 
samten Aufbau zusammenzuhalten. 

Fig. 12, 13, 14, 15 und 16 zeigen die Waferhalierungen 27 
in zwei Hauptausgestaltungen. Die in Fig. 13 gezeigte Wa- 
ferhalterung 27 ist fur den offenen Wafertrager aus Fig. 5 
geeignet. Die in Fig. 12 und 14 gezeigten Ausgestaltungen 15 
der Waferhalterungen 27 sind fur den Einsatz in einem Waf- 
ertrager gemaB Fig. 1 und Fig. 4 geeignet Beide Waferhal- 
terungen 27 werden mittels der Vorspriinge 138 oder der ha- 
kenformigen Ansatze 134 an dem entsprechenden Wafertra- 
ger angebracht. Auch andere mechanische Befestigungsmit- 20 
tel konnen eingesetzt werden. Wie insbesondere aus Fig. 12, 
13 und 14 hervorgeht, umfaBt die Waferhaiterung 27 eine 
Vielzahl von Waferfuhrungen 220, welche an ein vertikales 
Wafertragerbauteil 222 und eine ruckwart.ige Strebe 225 mit 
einem ruckwartigen Anschlag 226 verbunden sind. Obere 25 
und untere Zungenteile oder Ansatze 228, 229 erstrecken 
sich von den vertikalen Wafertragerbauteilen 222 und wer- 
den in den entsprechenden Vertiefungen oder geschlitzten 
Bauteilen 106, 108, 110, 112 gesichert. Alternative Konfigu- 
rationen sind in Fig. 2 und 3 gezeigt, wo die Waferhalterun- 30 
gen 27 direkt, beispielsweise durch Schrauben 231, mit der 
U-forniigen Verkleidung 150 verbunden sind. Die Waferhal- 
terungen 27 aus Fig. 2 und 3 haben jeweils eine Vielzahl in- 
dividueller Waferfuhrungen 220, wobei jede Waferfuhrung 
220 eine wulstformige Noppe 230 zur Waferkontaktierung 35 
aufweist. Selbstverstandlich konnen die Waferhalterungen 
27 in anderen Ausgestaltungen in den Behaiterteil 26 inte- 
gricrt scin und dcnnoch viclc der oben genannten Vortcilc 
und Eigenschaften aufweisen. 

In Fig. 6, 14, 15 und 16 sind weitere Details und Positio- 40 
nen der Waferhalterungen 27 und der Waferfuhrungen 120, 
220 bzw. 236, 238 gezeigt. Jede Waferfuhrung 236 hat eine 
korrespondierende gegenuberliegende Waferfuhrung 238 
auf der gegeniiberliegenden Seite des Wafertragers. Die ge- 
geniiberliegenden Waferhalterungen 27 sind mil den gegen- 45 
iiberliegenden Waferfuhrungen 236, 238 auf einer Achse 
positioniert, welche durch den Wafer parallel zu der offenen 
Vorderseite 30 und dem Tiirrahmen 56 so wie senkrecht zu 
der Richtung 229 fur die Einfuhrung bzw. Entfernung von 
Wafern W verlauft. Zur Halterung der Wafer sind die gegen- 50 
iiberliegenden Waferfuhrungen 236, 238 weniger als einen 
Waferdurchmesser D voneinander entfemt. Jede Waferfuh- 
rung 120 hat eine gegenuberliegende Waferfuhrung 120 an 
der gegeniiberliegenden Seite des Wafertragers. 

Wie in Fig. 6, 15 und 16 gezeigt definieren der Raum zwi- 55 
schen jedem vertikalen nebeneinanderliegenden Paar von 
Waferfuhrungen und der Abstand quer durch das Innere des 
Wafertragers eine Ebene zum Einfuhren bzw. Entfernen der 
Wafer sowie einen Waferschlitz 244. Ebenso wird eine 
Ebene zur Einfuhrung von Wafern durch die Flache zwi- 60 
schen vertikal nebeneinander angeordneten Waferfuhrungen 
220 definiert. Der Waferschlitz 244 ist weiterhin durch die 
Wafertragerflache zwischen den vertikalen Wafertragerbau- 
teilen der Waferhalterungen 27 definiert. Jede Waferfuhrung 
220 weist ein Paar nach oben gerichteter, wulstformig aus- 65 
gestalteter Noppen 230 auf. Eine derartige Noppe 230 kann 
durch eine quer zur Langsrichtung spharisch ausgeformte 
kleine Erhebung 231 (Fig. 14), oder durch einen teilzylin- 



drischen Stab mit glatten Enden 230 gebildet werden. Damit 
ergibt sich, wie in Fig. 17 gezeigt, eine minimale Punktauf- 
lage 246 oder eine auf ein Minimum verkurzte, im wesentli- 
chen radial verlaufende Linienkontaktflache 248 an der 
Spitze 233 der Erhebung 231. Die Spitze 233 beruhrt die 
Unterseite 235 des Wafers W an einem Randteil 236. Die 
langlichen Noppen verlaufen, wie gezeigt, im wesentlichen 
radial nach innen. Jede Waferfuhrung 220 hat einen vorde- 
ren, d. h. zur Wafertragervorderseite hin angebrachten Wa- 
feranschlag 232, welcher als vertikale Kontaktflache ausge- 
staltet ist, die am auBeren Rand des Wafers W anliegt, wenn 
sich dieser in der in Fig. 15 gezeigten eingelegten Position 
befindet. Der vordere Waferanschlag 232 ersireckt sich zwar 
nicht auf die Ebene zum Einfuhren und Entfernen von Wa- 
fern W, interferiert jedoch mit aus warts gerichteten Bewe- 
gungen von eingelegten Wafern W. Die Entfemung Dl zwi- 
schen den entsprechenden vorderen Waferanschlagen 232 
einer jeden gegeniiberliegenden Waferfuhrung 220 ist klei- 
ner als der Durchmesser D des Wafers W. 

Jede Waferfuhrung 220 weist als Teil der ruckwartigen 
Strebe 225 einen ruckwartigen Waferanschlag 226 auf. Die- 
ser erstreckt sich nach oben, um oben die ruckwartige Be- 
grenzung des Waferschlitzes 244 zu definieren. Die Entfer- 
nung D2 zwischen den entsprechenden hinteren Waferan- 
schlagen 226 jeder gegeniiberliegenden Waferfuhrung 27 ist 
kleiner als der Waferdurchmesser D. Die ruckwartigen Wa- 
feranschlage 226 erstrecken sich bis auf die vertikale Hohe 
des Waferschlitzes 244. Die ruckwartigen Waferanschiage 
226 sind ebenfalls dienlich, um den Wafer W beim Einfuh- 
ren in die Einrastposition 227 zu fuhren, was am besten in 
Fig. 15 und 16 gezeigt wird. 

Die oben und als Bestandteil des Teils 50 genannten 
Komponenten konnen aus einem Teil geformt sein und so- 
mit mit alien anderen Komponenten eine Einheit bilden. 
Ebenso kann der Teil 52, welcher als transparente Hulle aus 
Kunststoff ausgestaltet ist, als eine Einheit geformt sein. Die 
Waferhalterungen 27 sind aus einem statisch dissipativen 
und cine hohe Abricbfcstigkcit aufweisenden Material hcr- 
gestellt. Ebenso sind die Seitengriffe 128 und die Roboter- 
anschluBflansche aus statisch dissipativem Material ge- 
formt. Da der Teil 50 auch aus einem statisch dissipativen 
Material hergestellt ist, ergibt sich eine leitende Massever- 
bindung fur den RoboteranschluBflansch, die Seitengriffe 
128, die Waferfuhrungen 220 und die Waferhalterungen 27 
durch den GerateanschiuB 82, welcher im Teil 50 en thai ten 
und mit einem geerdeten AnschluB des Wafertragers ver- 
bunden ist. Der GerateanschiuB kann als kinematische 
Kupplung mit drei Kugeln und drei Rillen ausgestaltet sein, 
wie gezeigt, oder einen konventionellen H-Profil- AnschluB 
darstellen, welcher jedes der aus statisch dissipativem Mate- 
rial geforrnten Teile, wie in Fig. 1, 4 und 5 gezeigt, verbin- 
det. Die Teile konnen auch leitend verbunden werden, bei- 
spielsweise durch einen leitenden Uberbriickungsdraht 241 
aus Kunststoff, welcher, wie in Fig. 3 gezeigt, in geeigneter 
Weise mit den Teilen verbunden ist. 

Im allgemeinen wird ein Wafertrager oder eine Kompo- 
nente als statisch dissipativ bezeichnet, sofem er bzw. sie ei- 
nen Oberflachenwiderstand im Bereich zwischen 10 5 bis 
10 12 Ohm pro Quadratmeter aufweist. Damit ein Material 
eine leitende Verbindung, beispielsweise zur Masse, bereit- 
stellen kann, konnte ein geringerer Widerstand angernessen 
sein. 

In Fig. 19A ist die langgestreckt ausgebildete Noppe 
330*3 so angeordnet, daB sie sich im wesentlichen zwischen 
der Frontkante 313 und der Ruckkante 314 der Waferfuh- 
rung 310 erstreckt und vorzugsweise senkrecht zur Front- 
kante 313 der Waferfuhrung 310 angeordnet ist, so daB die 
Langsachse (nicht gezeigt) der Noppe 3303 einwarts zum 
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Zentrum des Wafertragers zeigt. In Fig. 19B ist die Noppe 

330.4 konvex als Kugelausschnitt geformt. Obwohl die 
Noppe 330.4 in der Mitte zwischen der Frontkante 313 und 
der Endkante 314 der Waferfiihrung 310 gezeigt ist, kann sie 
auch naher entweder an der Frontkante 313 oder an der End- 5 
kante 314 angebracht sein. In Fig. 19C sind zwei Noppen 
330.1 und 330.2 gezeigt, welche nebeneinander entlang ei- 
ner einwarts verlaufenden Achse, die von der Frontkante 
313 der Waferfiihrung 310 zum Zentrum des Wafertragers 
verlauft, angebracht sind. Fig. 19D zeigt eine oval ausge- 10 
formte Noppe 330.5. 

Fig. 20A-D sind jeweils von der Frontkante 313 der Wa- 
ferfiihrung 310 gezeigte Frontansichten der Waferfuhrung 
310 aus den Fig. 19A-D. Die Noppen 330.2, 330.3, 330.4 
und 330.5 ragen jeweils aus der Oberseite 311 der Waferfuh- 15 
rung 310 hervor, wahrend die Unterseite 312 der Waferfuh- 
rung in der Regel plan ist. Die gezeigten Noppen 300A-D 
ragen zu Hlustrationszwecken abrupt aus der Oberseite 311 
der Waferfuhrung 310 hervor, konnen aber auch einen sanf- 
ten Ubergang aufweisen. 20 

Fig. 21A-D sind Seitenan sich ten der Waferfuhrungen 
310 aus Fig. 19A-D. Auch hier ragen die Noppen 330.1 bis 

330.5 aus der Oberseite 311 der Waferfuhrung 310 hervor. 
Fig. 21 A unterscheidet. sich von Fig. 21B-D dadurch, daB 
die Noppe 3303 irn allgemeinen die Breite der Waferfuh- 25 
rung 310 von der Frontkante 313 zur Endkante 314 iiber- 
spannt. 

Der in Fig. 22A-D gezeigte Schnitt durch einen H-Profii- 
Wafertrager, welcher rnit horizontal ausgerichtetem H-Profi- 
lende gezeigt ist, illustriert, wie ein in einem Waferschlitz 30 
des Wafertragers gehaltener Wafer ausschlieBlich durch die 
Noppe 3303 gehalten wird. In alien Positionen, in welchen 
ein Wafer in horizontaler Position auf der Waferfuhrung 310 
liegt, wird dieser Wafer ausschlieBlich von den sich nach 
oben erstreckenden Noppen 3303 unterstutzt und hat somit 35 
ininimalen Kontakt zum Wafertrager. 

Die Entfernungen zwischen den Noppen 330 auf der Wa- 
ferfuhrung 310 variicrcn, um cine ununtcrbrochcnc Untcr- 
stutzung in alien Positionen zu gewahrleisten. Der Abstand 
solcher Noppen 330 hangt von den relativen Dimensionen 40 
des Wafertragers und des Wafers sowie der speziellen Aus- 
gestaltung der Noppen 330 ab. Sind die Noppen 330 als 
spharisch gewoibter Vorsprung (siehe z. B. Fig. 9, 330.4) 
ausgebildet und von der Frontkante 313 der Waferfuhrung 
entfernt, so sind uiehr solcher Noppen 330 nolig als im Falle 45 
der Ausformung von diesen als langlicher, sich iiber die ge- 
samte Breite der Waferfuhrung erstreckender wuistformiger 
Noppen 3303. 

Der in Fig. 23 gezeigte Schnitt durch einen H-Profil- Waf- 
ertrager illustriert die Beriihrung des Wafers 290 mit der 50 
Waferfuhrung 310. Die Oberflache 352 einer Noppe 3303, 
wie sie allgemein in Fig. 18, Fig. 20A-D und Fig. 21A-D 
gezeigt ist, ist abgerundet. Jedes Paar nebeneinander liegen- 
der Waferfuhrungen 320 bildet einen Schlitz 354 zur Ein- 
ftihrung, Entfernung und zum Piazieren des Wafers 290. 55 
Zwischen jedem Paar Waferfuhrungen 310 befindet sich an 
jedem Waferschlitz 354 eine Waferrandflache 356. Das Ge- 
biet zwischen gegen iiber liegenden Waferrandflachen defi- 
niert im wesentlichen eine Ebene zum Einfiihren und Ent- 
fernen bzw. einen Bereich, durch welchen der Wafer in den 60 
Wafertrager eingefuhrt oder aus dem Wafertrager entfernt 
werden kann, ohne die Waferfuhrungen zu beriihren, wenn 
der Wafer im Wafertrager zentriert ist. Wie in Fig. 23 ge- 
zeigt ist, ist die obere Oberflache 352 der Waferfuhrung 310 
gegeniiber der Ebene des eingelegten Wafers 290 geneigt; 65 
auch eine untere Oberflache 360 ist unter einem etwas gro- 
Beren Winkel relativ zur horizontalen Ebene des Wafers 290 
geneigt. Durch die geneigte obere Oberflache 352 findet die 



Beruhrung des Wafers 290 an einer unteren Ecke 357 des 
Wafers 290 an einem eingeschrankten Punkt 364 der Noppe 
3303 statL Wo die obere Oberflache 352 parallel zur durch 
den eingelegten Wafer 290 definierten Ebene verlauft, findet 
die Beruhrung auf einem etwas groBeren, sehr einge- 
schrankten Bereich statt Fig. 23 veranschaulicht, daB der 
Wafer 290 sowohl wahrend des Einfiihrens bzw. Entfemens 
als auch auf der Noppe 3303 aufliegend von der Oberseite 
311 der Waferfuhrung 310 durch die Dicke der Noppe 330.3 
getrennt ist. Somit kommen auf der Oberseite 311 befindli- 
che Teilchen nicht mit dem Wafer 290 in Kontakt und haben 
deshalb normalerweise keine Gelegenheit, an dessen Ober- 
flache anzuhaften. 

Paten tan spruche 

1 . Wafertrager mit einem von auBen zuganglichen In- 
nenraum, in dem auf zwei gegen iiber liegenden Seiten 
jeweils eine Vielzahl von in diesen ragenden Waferfuh- 
rungen (120, 220, 236, 238) angeordnet sind, die zwi- 
schen sich Waferschlitze (320) bilden, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Waferfuhrungen (220) jeweils 
oberseitig mindestens eine vorstehende, einen im zuge- 
horigen Waferschlitz (320) aufgenommenen Wafer mit. 
minimalem Kontakt zur Waferfiihrung (120, 220, 236, 
238) abstutzende Noppe (330) besitzen. 

2. Wafertrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Noppen (330) abgerundet und/oder 
konvex und/oder kugeiausschnittforrnig und/oder lang- 
gestreckt und gegebenenfalls radial einwarts gerichtet 
ausgestaltet sind. 

3. Wafertrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Waferfuhrungen (120, 220, 236, 
238) in separaten, sich iiber die Hohe des Innenraumes 
erstreckenden Wafertragerbauteilen (222) ausgebildet 
sind. 

4. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Wafcrtragcrbautcilc 
(222) und/oder Waferfuhrungen (120, 220, 236, 238) 
und diese verbindende Wandungen (38, 40) aus statisch 
dissipativem Material geformt und mechanisch mitein- 
ander verbunden sind. 

5. Wafertrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB er einstuckig aus statisch dissipati- 
ven Material geformt ist. 

6. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Wafertragereinsatz, 
welcher aus dem Innenraum des Wafertragers heraus- 
nehmbar ist und die Waferfuhrungen (120, 220, 236, 
238) tragt, vorgesehen ist. 

7. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Waferfuhrungen (120, 
220, 236, 238) langgestreckt und horizontal angeordnet 
sind. 

8. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine einstiickige, transpa- 
rente, sich um die geschlossenen Seiten erstreckende 
auBere Hiille vorgesehen ist. 

9. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Innenraum durch eine 
verschlieBbare, vorderseitige Beschickungsoffnung 
(30) fur Wafer zuganglich ist. 

10. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB jede Waferfiihrung (120, 
220, 236, 238) einen linearen, im wesentlichen parallel 
zur Richtung der Einfuhrung von Wafern angeordneten 
Abschnitt umfaBt, der vorzugsweise an der der Be- 
schickungsoffnung (30) gegenuberliegenden Seite ein- 
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warts konvergiert. 

11. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeder Waferschlitz (320) 
eine Aufnahnieausnehmung besitzt, in der die Noppen 
(330) angeordnet sind und die Breite des Waferschlit- 5 
zes (320) ausreichend ist, urn einen Wafer einzufuhren 
und in der Aufnahmeausnehmung abzulegen. 

12. Wafertrager nach Anspruch 11 7 dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Waferfuhrung (120, 220, 236, 238) 

in einer Halteebene einen vorderen Waferanschlag 10 
(232), welcher mindestens teilweise vor- und einwarts 
der Noppen (330) so positioniert ist, daB er eine Aus- 
wartsbewegung eines in Halteposkion befindlichen 
Wafers blockiert, und einen ruckwartigen Waferan- 
schlag (226) umfaBt, welcher ruck- und einwarts der 15 
Noppen so positioniert ist, daB er eine Ruck wart sbewe- 
gung eines in der Halteposkion befindlichen Wafers 
blockiert. 

13. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Noppen in ausrei- 20 
chender Anzahl vorhanden und/oder so ausgestaliet 
sind, daB die Unterseiten von Wafern (W) ausschlieB- 
lich hierdurch abgestiitzt bzw. beriihrt werden. 

14. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Unterseite einen Ge- 25 
rateanschluB (82) einschlieBt. 

15. Wafertrager nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB der GerateanschluB (82) 
ein H-Balken ist 

30 
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